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Fabricació de PCBs en empreses externes
Descripció

La fabricació de PCBs en empreses externes es tracta de fer el disseny d'un PCB, enviar la documentació necessaria al fabricant i rebre el PCB fet als poc dies. El cost és elevat i hem de ser els més acurats possible en quant el disseny. Podriem dir que ens ha d'arribar una placa sense cap error nostre. 
Els forats es fabriquen metal·lizats la qual cosa ens estalvia molts mals de caps a l'hora de soldar.
Si vulguessim fer una placa multicapa, la única solució és que ens la facin fora.
Procés
- Autorització de la despesa

-  Establiment dels paràmetres de treball

- Criteri econòmic


- Termes habituals


- Establir la "Classe" de treball


- Qué necessitem?

- Disseny


- Elecció de CAD


- Precissió 
- Generar la documentació a enviar al fabricant.

- Sol·licitud de pressupost

- Procediment administratiu

Autorització de la despesa
El pas previ al disseny d'un PCB per a fer fora és tenir l'autorització del Tutor o responsable del treball ja que es farà càrrec de la despesa.
Establiment dels paràmetres de treball

Criteri econòmic


Com he comentat abans, el cost d'un PCB extern és elevat i hem d'intentar eliminar o reduïr tots els 
elements que icrementen el cost.


Termes habituals



PAD: Zona de coure en el PCB on va soldat una pota d'un component. Poden ser TH (through 

hole) que acostumen a ser rodonds amb un forat en mig, son per a components convencionals. 

També poden ser SMD (Surface mounted device) que acostumen a ser rectangulars, sense forat 

en mig i tan sols van per una cara.



Pista, Trace: Connexió de coure en forma de linea d'una amplada determinada que uneix 

diferents punts.


Forat metal·litzat: El forat dels PADS TH es fabrica metal·litzat, vol dir que el PAD 


d'una cara està unit metàl·licament amb el pAD de l'altre cara.


Clearance, espai entre pistes i pads: Espai mínim entre qualsevol part de coure.


Establir la Clase de treball

La Clase d'un disseny és un conjunt de regles i mides que defineixen nostre PCB. Dintre de la Clase 
tenim paràmetres com: Amplada de pistes, separació entre piste so pads, forat mínim metal·lizat, ...

Quan més petits son aquests paràmetres, més gran és la Clase i més car és la 
fabricació del PCB.

 En general, la realització de les plaques ho farà el/els tècnics de Laboratori, menys el foradament.

Procediment  per a fer una placa:

· Dissenyar el circuit amb el CAD que considerem, recomanem l'Ultiboard 10 de National Instruments. 

· Original del circuit en un polièster semitransparent amb un contrast quan més alt millor .

· Placa comercial foto sensibilitzada en positiu, les de marca Diotronic van be.

· Fer una exposició del original a la placa amb una unitat d'exposició de llum ultraviolada.

· Fer un revelat de la placa per tal de treure l'emulsió fotosensible que no ens interessi.

· Fer un atacat químic per tal de treure el coure que no ens interessi.

· Treure l'emulsió del coure per a facilitar la soldadura.

· Emmagatzemar els residus químics generats.

· Fer els forats amb un mini-trepant.
· Aplicar un vernís transparent soldable per tal de protegir el coure contra l' humitat.

Mides, característiques i limitacions
El gruix total d'una placa comercial estàndard és de 1,6 mm, el gruix de coure 35 (m i el gruix de l'emulsió fotosensible de 2,5 (m

L'error màxim que s'ha mesurat a una placa feta al Laboratori és d'un -17 %

Les mides màximes de placa son  260 x 355 mm.

No es poden fer forats metal·litzats i el foradament de les plaques s’ha de fer manualment.


Les mides mínimes de disseny son les de la Classe 4 que en termes generals son de 
0,2 mm de separació entre qualsevol element de coure
Preparació per a obtenir el fotolit
En el CAD, posar tots els forats dels pads “through hole” a una mida petita, per exemple 0,2 mm, tan sols és per a utilitzar-los com a guiatge de la broca.
Obtenció del fotolit
Les plaques foto sensibilitzades comercials que utilitzem son positives. El fotolit que hem d’imprimir ha de ser un positiu del nostre disseny, és a dir tot el que volem en coure ha de sortir imprès en negre.
Imprimiu el vostre disseny en una impressora làser amb el paper polièster mate que tenim al Laboratori (marca ABEZETA) La cara superior s’ha d’imprimir “reflected” perquè la tinta, durant l'exposició, estigui en contacte amb la placa.
Apliqueu l'esprai “Black covering”, de la mateixa marca, sobre la part impresa dels polièsters, al cap d’un minut ja s'haurà evaporat.
Algunes combinacions Ultiboard-impressora no generen una sortida d'impressió. Les següents combinacions  funcionen correctament:

	S.O. & Ultiboard 9.0
	Drivers impressora
	Qualitat d'impressió

	XP
	HP Laserjet 4250 PCL

 HP Laserjet 4250 PS
	Fastres 1200

	Vista
	HP Laserjet 4250 PCL 

 HP Laserjet 4250 PS
	Pro Res 1200 /180 lpp

	XP
	Acrobat 7.0
	600 dpi

	Vista
	Acrobat 7.0
	1200 dpi


Muntatge dels fotolits (doble cara)

Retireu el paper adhesiu protector de ambdues cares amb molt de compte de no fer cap ratllada.

Centreu els fotolits amb les tintes en contacte i enganxeu-los amb una mica de cinta adhesiva fora del marc de la placa, amb dos centímetres de cinta ja n’hi ha prou.
Riscos

Per als processos que venen a continuació cal seguir unes mesures de seguretat. Seguiu les instruccions que hi trobareu a la fitxa PdT_Fabricació_circuits_impresos.doc  al web http://excalibur.upc.es/gieb
Exposició de la placa
Al Laboratori de Mecànica disposem d'una unitat d'exposició ultraviolat, model AZ210 de la marca Mega Electronics. Aquesta unitat fa exposicions d'una i dues cares amb un vidre en la part inferior i un a làmina de mylar a la part superior, fa el buit i té un temporitzador.

· Netegeu el vidre inferior.

· Feu un escalfament dels tubs U.V. de la unitat: 
Tanqueu la unitat, poseu 300 s al temporitzador i polseu el botó START.

· Posar la placa en mig dels fotolits,  a mode de sandvitx en el centre de la insoladora. Tanqueu la coberta superior amb els dos tancaments laterals, poseu 90 s al temporitzador i polsar el botó START.
Revelat de la placa

Les següents operacions s'han de realitzar dintre de la vitrina de gasos!
· Ompliu una safata de vidre amb aigua i posar-la dins de la vitrina d’extracció de gasos.

· Omplir una de les safates de vidre amb revelador positiu, amb 2 cm de líquid que sobrepassi la placa ja es suficient. Utilitzeu el revelador positiu de l’ampolla etiquetada com “Revelador positivo Diotronic 12 g/l” Si no hagués preparat, poseu 30 g de sosa càustica (hidròxid de sodi) al bidó, barregeu-ho amb 2,5 l d'aigua i sacsejar-ho durant una estona. Quan passi la escalfor la barreja estarà preparada.
· Submergir la placa en el revelador fins que apareguin les pistes suficientment contrastades. Aquest procés triga aproximadament 15 segons. El coure a eliminar s’ha de veure totalment brillant i sense restes d’emulsió fotosensible, si s’escau, es pot fregar suaument amb un cotó fluix per tal de treure la emulsió.

· Rentar la placa amb aigua abundant, s’ha de treure tot el revelador que hi hagi sobre la placa.

Atac químic de la placa

Les següents operacions s'han de realitzar dintre de la vitrina de gasos!
· Prepareu en una safata de vidre una barreja de 50 % d’aigua, 25 % de salfumant o àcid clorhídric i un 25 % de peròxid d'hidrogen. Tots aquests reactius els trobareu als prestatges inferiors de la vitrina d’evacuació de gasos.

· Introduïu la placa en aquesta barreja. 
- Moveu la safata suaument d’una banda a l’altre. 
- Cada 10 segons o així, doneu-li la volta a la placa.
-  L’àcid traurà el coure de les parts més grans al principi. 
- Quan quedi una mica de coure, treure la placa i rentar-la abundantment amb aigua i apliqueu l'àcid amb una cullereta de plàstic.
- Un cop finalitzat, renteu abundantment amb aigua.
· La barreja d'àcid s'ha d'emmagatzemar en un bidó de recogita de residus que hi trobareu a l'armari que hi ha sota l'aigüera. Aneu amb molt de compte quan hi estigueu fent aquesta tasca.
Eliminació de l'emulsió fotosensible

La següent operacions s'han de realitzar dintre de la vitrina de gasos!
Torneu a fer una exposició, aquesta vegada sense fotolits i torneu a submergir la placa en el revelador per tal de treure l'emulsió que hi ha sobre el coure. És convenient treure-la ja que dificulta la soldadura.

· El revelador s'ha d'emmagatzemar en un bidó de recogita de residus que hi trobareu a l'armari que hi ha sota l'aigüera. Aneu amb molt de compte quan hi estigueu fent aquesta tasca.

Última hora! Nova informació per a la realització de circuits impresos
- IMPRESIÓN 


* Imprimir en la impresora de color HP Laserjet 2550 con el driver PCL5,  seleccionando transparencia, 600 ppp, Ret3 y Dens 3

*Imprimir en el poliéster de la marca ABZETA y usar el spray ABEZETA black covering.

Recordad que los alumnos de PFC no tiene acceso a esta impresora, pasadle el diseño a los técnicos para imprimirlo.

Si no hubiera poliéster, usad papel vegetal.

- TOP/BOTTOM

* Seleccionar todos los pads "through hole" y hacer que tengan un drill de 0,3 mm

* Antes de imprimir, dejar la opción "Leave drill holes open" o similar 
marcada.
* Imprimir la cara Top reflejada y la Bottom sin reflejar 

(La tinta de cada fotolito debe estar en contacto con la placa)

* Unir con celo (un trozo de 2 cm ya es suficiente) y encarar ambas caras.
- INSOLADORA

* Precalentar los tubos: presionar los dos interruptores laterales, fijar 200 s 
en el display y pulsar START.

* Acabado el precalentamiento, retirar los adhesivos protectores de la 
placa, con cuidado de no rayarla.


* Colocar placa y fotolitos en la insoladora, fijar 180 s y pulsar START.
Haced la operación en la mayor oscuridad posible.
	 
	Placa
	Grueso
	Exposición
	Revelador
	t revelado
	Atacador
	t atacado

	↑↑↑
	CIF
	0,4 mm
	60"
	Univ. 25g/l
	45"
	rápido
	2' - 3'

	↑↑↑
	CIF
	1,6 mm
	2' 30"
	Univ. 25g/l
	2'
	rápido
	2' - 3'

	↑↑↑
	Ariston
	1,6 mm
	2' 30"
	Univ. 25g/l
	1'
	rápido
	2' - 3'

	↑↑
	Fotomechanix (RS)
	1,6 mm
	2' 30"
	Univ. 25g/l
	1' - 2'
	rápido
	2' - 3'

	↓
	"La capa verde" Freak (Onda)
	1,6 mm
	2' 30"
	Univ. 25g/l
	2'
	rápido
	2' - 3'


- REVELADO

* Sumergir la placa en una bandeja con el revelador universal  (Metasilicato de sodio) de25 g/l de concentración entre 1' y 2'
* Voltear la placa dos o tres veces, procurando no rayarla, e ir balanceando la cubeta.
* Cuando se aprecien nítidamente las pistas, enjuagar abundantemente con agua corriente durante 30"
- ATACADO

* Sumergir la placa en una bandeja con la mezcla de atacador rápido: 

(60 % de agua corriente, 20 % de ácido clorhídrico y 20 % de peróxido de hidrógeno)

* Voltear dos o tres veces la placa e ir balancenado la cubeta.
* Cuando el grabado esté hecho, sacar la placa y enjuagarla abundantemente con agua corriente.
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